
用声或超声检测印刷电路板焊点质 t

美国 B a t t e一 e一
eo lu m bu ,

实验室
,

采用声或超声技

术检测印刷电路板的焊点质量
,

取得结果
.

其原理如

图 1所示
.

图中发射换能器 T 产生的超声波激励焊点

H
,

使焊点在同一频率域响应
,

这一响应用全方位接收

换能器 R来检测
.

发射换能器 丁 的频率响应为 (T f)

焊点 H 在同一频率域有一响应 H ( f)
,

如果接收换 能

器 R 的响应函数为 R ( )j
,

则系统的响应为

z ( f ) ~ T ( f ) H ( f ) R ( f ) ( 1 )
_

_
_

~ 因 T ( f) 和 R ( f) 分别为发射和接收涣能器所固有的

特征
,

一般情况可视为不变
.

故通过测得的 Z ( f)
,

用

( l) 式可评价 H ( f)
.

而 H ( f) 是焊点结构特性的函

数
,
因而可反映焊点存在缺陷与否

.

图 2 是检测装置简图
.

振荡器激励发射换能器产

生的超声波
,

经探针通过引线进人焊点后
,
由接收换能

器接收
.

引入和接收的超声波形状
,
由输人和输出显

示器记录及显示
.

如被检测的是一好质量焊点
,

则接

收的波形与引入的波形只在振幅上有差异 ; 当焊点有

缺陷时
,

则将干扰超声波的正常传输
,

接收到的波形除

在振幅上产生严重衰减外
,

还可能受到某种调制
,

因而

很容易识别
.

若焊点已完全脱焊
,

则不能传递声能
.

此

时接收到的信号是通过周围介质传递的声能及其它振

动噪声
,

与引入的超声波形相差甚远
.

声或超声检测方法
,
对裂缝

、

空洞
、

夹渣及脱焊等

各种缺陷均有很高的灵敏度
,
但对焊锡过多等外观缺

陷的焊点
,

缺乏检测能力
.

图 1 声或超声检测印刷电路板焊点质里原理
T
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— 接收换能器
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图 2 声或超声检测印刷电路板焊点装置简图

卜振荡器 ; .2 发射换能器 ; .3 探针 ; 4
·

元件引

线 ; .5 焊点 ; 6
.

接收换能器 ; 7
.

输入显示 ; 8

输出显示
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高分辨率测定双元气体组分的超声气体分析仪

等温双元混合气体的组分
,
可由测定该气体的声

速而确定
.

实验用了 40 k H z

的连续波 ; 发
、

收换能器

分置于充满被测气体的管子两端
,
声波从发射换能器

到接收换能器之间的相移
,

随声速而变化
,
也即随气体

的组分而变化
.

设两换能器之间的距离为 d ,
频率为

f ,

声速为
c ,

则相移为 2对司
c .

当 d 和 声一定
,

而气

体组分发生变化时
,

声速也产生变化
,
如从

c :

变到
: 2 ,

则此时的相移为 2` (寿
一

朴
仪
黝
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正比于相移的输出信号
.

此实验装置已用于丙烷和乙

烯混合气体的分析
.

声学气体分析仪具有很高的分辨

率
,

对混合气体可鉴别 0
.

00 8% 的体积浓度变化
.

超声气体分析仪有许多优点
,

如可快速测量 ;可分

析任何双元混合气体 ; 除压力很高或很低之外
,

此方法

不受压力的影响 ;分析是非破坏性的 ; 可连续测量
,

在

取样时间限度内可测量混合气体组分的快速变化 ; 可

检出十万分之几的组分变化 ; 气体在密封或流动的情

况均能进行分析
.

仪器的主要缺点是温度对声速有明

显影响
.

这可用精确测量温度来校正
,
也可将测试装

置放于恒温槽中或使用在同样温度下的参考气体进行

校正
.

因此
,

超声气体分析仪的主要限制是要知道被分

析气体的温度
,

若仪器是在恒温环境中
,

则只需要记录

相移即可
.

反过来
,

如果气体组分已知
,

则此仪器可做

为精密温度计使用
.

此仪器的另一个用途
,

是测量吸

附体对气体的吸附率和解吸附率
.
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